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Abstract (en)
The method for polishing the surface of a part (2) with a polishing product (10) contained in a tank (1) consists of fixing the part to a support piece
which holds it in contact with the polishing product. The support part is then given an oscillatory movement (A) so as to cause in the polishing
product an induced circular movement which engenders its displacement in contact with the part. An Independent claim is included for a polishing
device.

Abstract (fr)
L'invention se rapporte à un procédé de polissage d'au moins une pièce (2) avec un produit de polissage (10) contenu dans une cuve (1), au moins
une surface de la pièce (2) étant exposée au contact dudit produit de polissage (10), ce procédé étant caractérisé en ce que : on fixe chaque pièce
(2) destinée à être polie à un support de pièce (1, 100) qui maintient cette pièce (2) au contact du produit de polissage (10), et on impose à au
moins l'un des deux éléments que sont ledit support de pièce (1, 100) et ledit produit de polissage (10), au moins un premier mouvement oscillatoire
(A) dont on choisit préalablement l'orientation, l'amplitude et la fréquence de manière à provoquer dans ledit produit de polissage (10) au moins un
mouvement induit (B, C) qui engendre son déplacement au contact de la pièce (2). <IMAGE>
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